Auszug Lelterplattenanschlusstechnik

Raster 3,5 mm
Serie Serie 110
Bemessungs- 15 mm2

Querschnitt

Zulassungen QX 300V/8 A/30-16 AWG 1
@B 300V/8 A/30-16 AWG "

Produkttyp 110-A-111

1] 2-24 polig

110-M-211

1] 2-24 polig

110-M-221-THR

1][6] 2-12 polig

110-P-215

Kataloge

1 Raster 3,5 mm
|2 Raster 5 mm

|3 Raster 5,08 mm
|4 Raster 7,5 mm
|5 ab Raster 10 mm

6 SMD & THR 1 4-44 polig

" Angabe AWG gilt nicht
fur Stiftleisten 110-V-215

2 Angabe AWG gilt nicht
flr Buchsenleisten (..-FB)

Technische Anderungen
vorbehalten.
Detaillierte Informationen zu den

Produkten finden Sie auf unseren [I 2.99 po\ig

Datenblattern im Internet unter
www.wecogroup.de

300V/10 A/30-16 AWG
300V/10 A/30-16 AWG

300 V/10 A/26-16 AWG
300 V/10 A/26-16 AWG

300 V/15 A/26-12 AWG !
300 V/15 A/26-12 AWG !

300 V/10 A/30-14 AWG
300 V/15 A/30-14 AWG

300 V/15 A/26-14 AWG
300 V/15 A/26-14 AWG

931-SLR-THR

931-SLR-SMD-1,3 140-A-126-SMD

2

210-A-126-SMD 931-SLR-THR-1,1

210-A-SMD 934-THR-DS 931-SLR-THR-1,3

2

120-M-221-SMD

6 A/28-20 AWG

Serie 95 / Serie 115
1,5 mm?

300 V/10 A/26-14 AWG "
300 V/10 A/26-14 AWG

950-FL-DS

2] 2-24 polig

950-RFL-DS

958-FLDS

950-SLS

115-F-111

300 V/20 A/22-12 AWG 2
300 V/20 A/26-12 AWG 2

300 V720 A/22-12 AWG
300 V/20 A/26-12 AWG

970-FB / 971-SV

2-12 polig

2-8 polig

974-D-SMD

2-24 polig

2-12 polig

Serie 97

300V/10A
300V/10A

971-SLR-SMD-1,3

2][6] 2-12 polig

971-SLR-THR

bbb

2][6] 2-12 polig

971-SLS

2] 2-24 polig

971-SLT-SMD

2][6] 2-12 polig

971-SLW

2] 2-24 polig

5,08 mm
Serie 121
2,5 mm2

300 V/15 A/26-12 AWG
300 V/15 A/26-12 AWG

121-A-111

K] 2-24 polig

121-C-111

K] 2-24 polig

121-M-121

K] 2-24 polig

121-M-161

3 4-48 polig

£}

Serie 141
1,5 mm?

300 V/10 A/30-14 AWG
300 V/15 A/30-14 AWG

141-A-111

(3] 2+3 polig

141-A-121

141-C-111

300 V/15 A/26-14 AWG
300 V/15 A/26-14 AWG

2+3 polig

2+3 polig

Serie 96
2,5 mm?2

300 V720 A/22-12 AWG
300 V720 A/26-12 AWG

960

(3] 2-32 polig

961

(3] 2-32 polig

964-T

(3] 2+3 polig

968

(3] 2-32 polig

4]

4]

4]

B

7,5 mm
Serie 122
2,5 mm?2

300 V/15 A/26-12 AWG "
300 V/15 A/26-12 AWG

122-A-111

122-D-111

2-12 polig

Serie 97
2,5 mm2

300 V/15 A/22-12 AWG
300 V720 A/26-12 AWG

977

(4] 2-8 polig

977-OPSG

®

WECO

10 mm 10,16 / 12,7 mm
Serie 91 Serie 158/159

4 mm? 10 mm?

300 V/25 A/18-10 AWG W us

300 V/25 A/22-10 AWG 300 /60 A/20-6 AWG
910 158-A-111

5 2-12 polig (5] 2-12 polig

910-Y 158-A-211

122-M-111

122-M-121

2-12 polig

2-12 polig

2-12 polig

977-T

2-19 polig

2+3 polig

5 2-12 polig H 2-12 polig

G“ us

600 V/60 A/20-6 AWG

159-A-111

(5] 2-12 polig

159-A-211

I

(5] 2-12 polig



Produktubersicht

Leiterplattenanschlusstechnik

fur Kataloge 1 - 6

Elektronik

In dieser ProduktUbersicht finden Sie einen Auszug aus unserem Programm flr Leiterplattenanschlusstechnik. Einen
besonderen Bereich stellen bei uns immer mehr Leiterplattenprodukte fir den SMD-Bereich dar.

Seit einiger Zeit sind auch viele unserer Produkte im kleinen Raster von 3,5 mm bereits als SMD-Versionen erhéltlich.
Die Vorteile, die SMD-Produkte bieten, erlautern Uwe SUllwold, Leiter fir Vertrieb & Marketing und Stefan Wiechert,

Leiter der Entwicklungsabteilung.

In der Schwebe

SMT-Anschlussklemmen im Raster ab 3,5 mm
nutzen

Die Surface Mount Technology Uberzeugt mit techni-
schen Vorteilen ebenso wie durch Wirtschatftlichkeit. Bis-
her war fUr Anschlussklemmen ab einem Rastermaf von
2,54 Millimeter Schluss; Hier musste der Anwender auf
die Durchsteckmontage zurlckgreifen, damit die Klem-
men den hohen Anforderungen gerecht wurden. Doch
wir beweisen, dass es auch anders geht!

Unter der ,Surface Mount Technology”, kurz ,SMT*, ver-
steht sich die Anwendung von kleinen Bauelementen, die
nicht mehr mit Pins ausgestattet, sondern direkt auf der
Leiterplatte befestigt werden.

Uwe Sullwold, Leiter fir Vertrieb und Marketing zur Er-
folgsgeschichte der SMD-Technik:

, Diese Art der Verarbeitung hat flachendeckend in
der Unterhaltungselekironik Einsatz gefunden und
ist mittlerweile auch in der Industrieelektronik, der
Bliro- und Datentechnik, der Nachrichtentechnik,
der Kiz-Elektronik, der Steuerungs- und Messtech-
nik, kurz in allen Bereichen angekommen. Inzwi-
schen gibt es eine sehr breite Palette
oberfldchenmontierbarer Bauelemente, praktisch
alle Halbleiter und Chips sowie Widersténde, Kon-
densatoren und Induktivitaten, die alle flach aur die
Lefterplatte aufgeldtet oder verklebt werden kén-
nen.*

Der Grund fUr den Erfolg der SMD-Technik ist der im Ver-
gleich zur Through-Hole-Technology (THT) niedrige Fla-
chenbedarf bei gleicher Funktionalitat, Mit SMT lasst sich
beidseitig bestlcken, so dass Leiterplattenmalie und
BaugruppenmaBe erheblich kleiner und - gleichzeitig -
zuverlassiger werden. DarUber hinaus punktet die SMD-
Technik mit wirtschaftlichen Argumenten;

, Bisherige Produkte konnen mit SMT rationeller und
mit hdherer Qualitat hergestellt werden. AuBerdem
werden Produkte moéglich, die bislang so nicht
realisierbar waren — zum Beispiel viele
Anwendungen, die nur einen geringen Einbauraum
erlauben.”

Durch den Wegfall der Bohrungen in der Leiterplatte hat
der Entwickler mehr Freiraum in der Leiterplattengestal-
tung. Weitere Vorteile der Technologie: kleinere Baugrup-
pen sowie die Moglichkeit, Losungen fur spezifische
Applikationen zu konzipieren, bei denen Leiterbahnen auf
Untergrinde aufgedampft werden, die keine Bohrungen
erlauben, wie beispielsweise Glastrager.

Doch SMD-Bauteile konnten nicht Uberall eingesetzt wer-
den, auch sie stiefen an ihre Gren-
zen. Das betraf Anschlussklemmen
und Steckverbinder ab einer gewis-
sen BaugroBe und einem Raster-
maB von mehr als 2,54 Milimeter,
die nach wie vor in Durchsteckmon-
tage auf der Leiterplatte befestigt
wurden. Ursachen: Der Leiteran-
schluss und die Stromversorgung
bendtigen ausreichende Abmessun-
gen, um den physikalischen Anfor-
derungen bei hdheren Strédmen und
Spannungen zu entsprechen. Ste-
fan Wiechert, Leiter der Entwicklung und Konstruktion er-
lautert;

, Leiterplattenklemmen sind gré3eren mechani-
schen Belasiungen ausgesetzt als andere passive
oder aktive Elektronikbauteile. Die Kréfte beim
Montageprozess sind enorm, sei es durch das An-
schlieSen von elektrischen Leitern oder das Auf-
bringen einer korrespondierenden Steckerleiste.”

Das ist auch der Grund, warum haufig vermutet wird,
dass die Haftkrafte der Klemme auf der Leiterplatte den
Installationsanforderungen wahrend des AnschlieBens
nicht standhalten und sich von der Leiterplatte abziehen
lassen konnen.

Problemldsungen bieten
, WECOQO Contact hat sich in jahrelanger Grundla-
genforschung mit genau dieser Problemsituation
bei SMD-Bauteilen beschéftigt und herausgefun-
den, dass eine zuverldssige Haltekraft der Klermme
nur dann gewaéhrleistet ist, wenn die Létstellen zu-
verldssig auf der Leiterplatte kontaktieren. Und

zwar alle Lotstellen. Eben dies ist die Herausforde-
rung bei gréBeren Bauteilen oder grofpoligen An-
schlussklemmen”,

zieht Uwe Sullwold Bilanz. Problem erkannt. Doch wie
gebannt? Wir entwickelten so genannte schwebende
Kontaktelemente, die nach allen Richtungen frei beweg-
lich sind und somit zuverlassig auf der Leiterplattenober-
flache aufsetzen. Als Ergebnis erzielen wir bei bei
SMD-Bauelementen — unabhangig ihrer GroBe oder Pol-
zahl — eine hundertprozentige Koplanaritat. Dabei verfu-
gen wir in unserem Produktspektrum sowohl Uber kleine
Ausfuhrungen im 3,5-Millimeter-Raster als auch Uber Mo-
delle im Raster von 5,0 Millimetern. Die Anschluss-
klemme 930-D-SMD-DS im Raster von 3,5 Millimeter ist
fUr einen Leiterquerschnitt von 1 mm?2 geeignet und ver-
fugt Uber einen kompletten Klemmkorper, der sich be-
weglich im Gehause befindet.
Besonderheit: Wahrend bei anderen
im Hause gefertigten SMD-Bauteilen
seitliche Lotflansche zur VergroBe-
rung der Lotoberflache notwendig
sind, entfallen sie bei diesem Pro-
dukt vollstandig. Dennoch besitzt
bereits die zweipolige Ausflhrung
eine Platinenabrei3kraft von Uber
100 Newton.

DarUber hinaus stellen wir Bauteile
mit einem Raster von 5,0 Millimeter
in SMD-Technik zur Verfugung, wie die Leiterplatten-
klemme 140-A-126-SMD. Bei dieser Klemme ist der
Klemmbugel mit der Lotfahne aus einem Stlick herge-
stellt und im Gehause fest verrastet. Die Lotfahnen, die
nach dem Reflowldten eine koplanare Verbindung erzeu-
gen, werden parallel zur Leiterplatte ausgerichtet. Die
Gehause haben zwei seitliche Befestigungsflansche, in
denen sich Lotelemente befinden, die in vertikaler Rich-
tung geringflgig beweglich sind. Da sie sich der Lotpast-
endicke optimal anpassen wird eine sichere mechanische
Fixierung auf der Leiterplatte gewéhrleistet. Die Leiterplat-
tenklemme halt AbreiBkraften von 320 Newton stand und
zwar ohne zuséatzliche Bohrungen, durchkontaktierte Lot-
verbindungen oder Verschraubungen.

Diese Fakten sind von uns an der gangigen Polzahl von
sechs Polen geprft. Darlber hinaus haben wir eine
SMD-Stiftleiste im Raster von 5,0 Millimeter im Portfolio,
unseren Typ 120-M-221-SMD. Diese verflgt Uber runde
Steckerstifte mit LotfuB, die in alle Richtungen beweglich
eingebaut sind, so dass sich eine gleichmiBige Auflage
der LotfUBe auf der Leiterplatte ergibt und sogar eine Lei-
terplattenkrimmung von 0,45 Millimeter ausgleichen
lasst. Als Gegenstlcke sind Steckerleisten in Schraub-

ausfUhrungen und als Schraublosvariante erhéltlich. Alle
vorgestellten Bauteile bestehen aus hochtemperaturfest-
em Gehausematerial, das sich insbesondere fir Re-
flowldttemperaturen eignet.

Fazit ziehen

, SMD-Bauteile sind jedoch nur dann wirtschaftlich
verwendbar, wenn sie in Bestlckungsautomaten
verarbeitet werden. Deshalb sind alle SMD-Bau-
teile von WECQO Contact mit Pick-Discs oder Pick-
Caps ausgertstet, in Tape-on-Reel verpackt und
empfehlen sich so flir die einfache und schnelle
automatische Bestuckung in allen géngigen Pick-
&-Place-Automaten.”

Schlussfolgerung: Auch bei gréBeren Rastern wird die
Surface-Mount-Device-Technology zukinftig ihr durchge-
stecktes Pendant mehr und mehr abldsen.

Besonderheit der Kontaktelemente: Sie schweben, das
heiBt, sie sind in allen Richtungen frei beweglich und
setzen somit zuverlassig auf der Leiterplattenoberflache
auf.

, Mit der SMD-Technologie werden neue Produkte
maoglich, die bislang nicht realisierbar waren®,

so Stefan Wiechert.

SMT versus THT?

Dies wére ein zugegebenarmalBen unfairer Kampf, da
sich die SMD-Technologie in fast allen Bereichen durch-
gesetzt hat. Einziges Manko bisher: Ab einer bestimmten
BaugréBe oder einem Rastermal, das die 2,54 Millimeter
Ubersteigt, musste nach wie vor die THT-Technologie
zum Einsatz kommen. Denn der Leiteranschluss und die
Stromversorgung bendtigen ausreichende Abmessung-
en, um den physikalischen Anforderungen bei héheren
Stromen und Spannungen zu entsprechen. Doch paten-
tierte schwebende Kontaktelemente von uns machen
eine 100%ige Koplanaritadt moglich. So sind nun auch
SMD-Klemmen im héheren Raster moglich.

Der Vorteil: Mit den SMT-Klemmen im groBen Raster
lasst sich Platz auf der Leiterplatte sparen und die Zuver-
lassigkeit erhohen, da die Fehlerquellen reduziert werden.
Folge: weniger Gesamtkosten.

FUr mehr Informationen zu diesen und allen anderen
SMD- & THR Produkten, fordern Sie bitte unseren
Katalog #6 "Leiterplattenanschlusstechnik SMD & THR"
an.

Vertretungen in Deutschland

BAUM electronic GmbH
PLZ 06-07, 36, 97-99
Herr Matthias Lorenz
Schieferstein 6

Postfach 13 60

65439 Flérsheim

Tel.: 06145 /5056 -13
Fax: 06145 / 5056 -40
info@baum-electronic.de
www.baum-electronic.de

BAUM electronic GmbH
PLZ 33, 40-48, 50-59
Herr Ralph Schweizer
Schieferstein 6

Postfach 13 60

65439 Flérsheim

Tel.: 06145 / 5056 -24
Fax: 06145 / 5056 -40
info@baum-electronic.de
www.baum-electronic.de

WECO Contact GmbH

BAUM electronic GmbH
PLZ 66-79, 88-89

Vertriebsburo Baden-Warttemberg

Herr Uwe Schmeichler
Forlenweg 2a

76287 Rheinstetten

Tel.: 06145 / 5056 -0
Fax: 06145 / 5056 -40
info@baum-electronic.de
www.baum-electronic.de

BAUM electronic GmbH
PLZ 34-35, 60-61, 63-65
Herr Klaus Simon
Schieferstein 6

Postfach 13 60

65439 Flérsheim

Tel.: 06145 / 5056 -27
Fax: 06145 / 5056 -40
info@baum-electronic.de
www.baum-electronic.de

Verbindungselemente der Elektronik und Elektrotechnik

Postfach 2342
63413 Hanau
Donaustra3e 15
63452 Hanau
Deutschland

Tel. +49 6181 /105 -156
Fax. +49 6181 /105 -720
eMail  vertrieb@wecogroup.de
Internet  www.wecogroup.de

HTE electronics GmbH
PLZ 18-32, 37-39, 49
Herr Stefan Schwarz
Herr Harald Patzke
HaubachstraBe 72
22765 Hamburg

Tel.: 040/ 30 08 468 -0
Fax: 040 / 30 08 468 -20
info@hte-electronics.de
www.hte-electronics.de

Horst Seifert Industrievertretungen

PLZ 01-04, 08-17
Inhaber Sascha Seifert
Mucheweg 6

14532 Stahnsdorf

Tel.: 030/ 81513 44
Tel.: 03329 / 63 48 90
Mobil: 0172 /29 30 101
Fax: 03329 / 63 48 51
h.s.i@web.de

Ziliner Elektronik GmbH
PLZ 80-87, 90-96

Herr Jlrgen Jéhnel
ZiegeleistraBe 32d
85055 Ingolstadt

Tel.: 0841 / 657 904 -31
Fax: 0841 /657 904 -80
info@zillner.de
www.zillner.de
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